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Usinage laser ultrarapide

ÅDur®e dôimpulsion

ÅTaux de répétition

ÅProfile du faisceau
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Problèmes

Complexité Fiabilité

Maintenance

Prix
Coûts 

dôutilisation
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Solution : PicoSpark

ÅDur®e dôimpulsion : centaine de ps

ÅPuissance crête : centaine de kW

ÅIrradiance crête : centaine de GW/cm²

ÅLongueur dôonde : 1064 nm et 532 nm
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Positionnement du PicoSpark
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Comment est-ce possible?

Matériel

actif
Absorbeur

saturable

Miroirs

Diode

pompage

Picolaser

Fibre dopée Yb

ſ

Barette

de diodes

Etage

dôamplifiation

Sortie @ 

1064nm 
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Energie et dur®e dôimpulsion 

maintenues 

0

200

400

600

800

1000

1200

20 25 30 35 40 45

P
u

ls
e
 W

id
th

 (
F

W
H

M
) /

 p
s

Repetition Rate / kHz

532 nm

1064 nm

7

0

50

100

150

200

250

300

20 25 30 35 40 45

P
u

ls
e
 E

n
e
rg

y
 / 

µ
J

Repetition Rate / kHz

1064 nm

532 nm



Avantages

ÅQualité du micro-usinage

ÅConception simple

ÅDurée de vie et fiabilité

ÅPrix dôacquisition

ÅCo¾t dôutilisation

ÅMaintenance réduite

ÅTaille, poids
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Micro-usinage de matériaux durs

Acier inox Tungstène

80 µm

250 µm

80 µm

40 µm
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Marquage

Verre Aluminium
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